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说明、目录、图表目录

报告说明:    《2026-2032年中国半导体设备市场竞争格局与投资机会研究报告》由权威行业研

究机构博思数据精心编制，全面剖析了中国半导体设备市场的行业现状、竞争格局、市场趋

势及未来投资机会等多个维度。本报告旨在为投资者、企业决策者及行业分析师提供精准的

市场洞察和投资建议，规避市场风险，全面掌握行业动态。

          第一章半导体设备行业基本概述第一节  半导体的定义和分类一、半导体的定义二、半导

体的分类三、半导体的应用第二节  半导体设备行业概述一、行业概念界定二、行业主要分类

第二章2021-2025年中国半导体设备行业发展环境PEST分析第一节  政策环境（POLITICAL）

一、半导体设备政策汇总二、半导体制造利好政策三、集成电路企业税收优惠四、集成电路

产业政策扶持五、产业投资基金的支持第二节  经济环境（ECONOMIC）一、宏观经济发展

概况二、工业经济运行情况三、经济转型升级发展四、未来经济发展展望第三节  社会环境

（SOCIAL）一、电子信息产业增速二、电子信息设备规模三、研发经费投入增长四、科技人

才队伍壮大第四节  技术环境（TECHNOLOGICAL）一、企业研发投入二、技术迭代历程三

、企业专利状况第三章2021-2025年半导体产业链发展状况第一节  半导体产业链分析一、半导

体产业链结构二、半导体产业链流程三、半导体产业链转移第二节  2021-2025年全球半导体市

场总体分析一、市场销售规模二、行业产品结构三、区域市场格局四、产业研发投入五、市

场竞争状况六、企业支出状况七、产业趋势预测第三节  2021-2025年中国半导体市场运行状况

一、产业发展历程二、产业销售规模三、市场规模现状四、产业区域分布五、市场机会分析

第四节  2021-2025年中国IC设计行业发展分析一、行业发展历程二、市场发展规模三、企业发

展状况四、产业地域分布五、专利申请情况六、资本市场表现七、行业面临挑战第五节 

2021-2025年中国IC制造行业发展分析一、制造工艺分析二、晶圆加工技术三、市场发展规模

四、企业排名状况五、行业发展措施第六节  2021-2025年中国IC封装测试行业发展分析一、封

装基本介绍二、封装技术趋势三、芯片测试原理四、市场发展规模五、芯片测试分类六、企

业排名状况七、技术发展趋势第四章2021-2025年半导体设备行业发展综合分析第一节 

2021-2025年全球半导体设备市场发展形势一、市场销售规模二、市场结构分析三、市场区域

格局四、重点厂商介绍五、厂商竞争格局第二节  2021-2025年中国半导体设备市场发展现状一

、市场销售规模二、市场需求分析三、企业竞争力分析四、企业产品布局五、市场国产化率

六、行业发展成就第三节  半导体产业核心设备——晶圆制造设备市场运行分析一、设备基本

概述二、核心环节分析三、主要厂商介绍四、厂商竞争格局五、市场发展规模第四节  半导体

产业核心设备——晶圆加工设备市场运行分析一、设备基本概述二、市场发展规模三、市场

价值构成四、市场竞争格局第五节  半导体设备行业财务状况分析一、经营状况分析二、盈利



能力分析三、营运能力分析四、成长能力分析五、现金流量分析第五章2021-2025年半导体光

刻设备市场发展分析第一节  半导体光刻环节基本概述一、光刻工艺重要性二、光刻工艺的原

理三、光刻工艺的流程第二节  半导体光刻技术发展分析一、光刻技术原理二、光刻技术历程

三、光学光刻技术四、EUV光刻技术五、X射线光刻技术六、纳米压印光刻技术第三节 

2021-2025年光刻机市场发展综述一、光刻机工作原理二、光刻机发展历程三、光刻机产业链

条四、光刻机市场规模五、光刻机竞争格局六、光刻机技术差距第四节  光刻设备核心产品—

—EUV光刻机市场状况一、EUV光刻机基本介绍二、典型企业经营状况三、EUV光刻机需求

企业四、EUV光刻机研发分析第六章2021-2025年半导体刻蚀设备市场发展分析第一节  半导体

刻蚀环节基本概述一、刻蚀工艺介绍二、刻蚀工艺分类三、刻蚀工艺参数第二节  干法刻蚀工

艺发展优势分析一、干法刻蚀优点分析二、干法刻蚀应用分类三、干法刻蚀技术演进第三节 

2021-2025年全球半导体刻蚀设备市场发展状况一、市场发展规模二、市场竞争格局三、设备

研发支出第四节  2021-2025年中国半导体刻蚀设备市场发展状况一、市场发展规模二、企业发

展现状三、市场需求状况四、市场空间测算五、市场发展机遇第七章2021-2025年半导体清洗

设备市场发展分析第一节  半导体清洗环节基本概述一、清洗环节的重要性二、清洗工艺类型

比较三、清洗设备技术原理四、清洗设备主要类型五、清洗设备主要部件第二节  2021-2025年

半导体清洗设备市场发展状况一、市场发展规模二、市场竞争格局三、市场发展机遇四、市

场发展趋势第三节  半导体清洗机领先企业布局状况一、迪恩士公司二、盛美半导体三、至纯

科技公司四、国产化布局第八章2021-2025年半导体测试设备市场发展分析第一节  半导体测试

环节基本概述一、测试流程介绍二、前道工艺检测三、中后道的测试第二节  2021-2025年半导

体测试设备市场发展状况一、市场发展规模二、市场竞争格局三、细分市场结构四、设备制

造厂商五、主要产品介绍第三节  半导体测试设备重点企业发展启示一、泰瑞达二、爱德万第

四节  半导体测试核心设备发展分析一、测试机二、分选机三、探针台第九章2021-2025年半导

体产业其他设备市场发展分析第一节  单晶炉设备一、设备基本概述二、市场发展现状三、企

业竞争格局四、市场空间测算第二节  氧化/扩散设备一、设备基本概述二、市场发展现状三

、企业竞争格局四、核心产品介绍第三节  薄膜沉积设备一、设备基本概述二、市场发展现状

三、企业竞争格局四、市场前景展望第四节  化学机械抛光设备一、设备基本概述二、市场发

展规模三、市场竞争格局四、主要企业分析第十章2021-2025年国外半导体设备重点企业经营

状况第一节  应用材料（APPLIED MATERIALS, INC.）一、企业发展概况二、企业发展历程三

、企业经营状况四、企业核心产品五、企业业务布局六、企业趋势预测第二节  泛林集团

（LAM RESEARCH CORP.）一、企业发展概况二、企业经营状况三、企业核心产品四、企业

趋势预测第三节  阿斯麦（ASML HOLDING NV）一、企业发展概况二、企业发展历程三、企
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科技集团股份有限公司一、企业发展概况二、经营效益分析三、业务经营分析四、财务状况

分析五、核心竞争力分析第五节  沈阳芯源微电子设备股份有限公司一、企业发展概况二、经

营效益分析三、业务经营分析四、财务状况分析五、核心竞争力分析第六节  北京华峰测控技

术股份有限公司一、企业发展概况二、经营效益分析三、业务经营分析四、财务状况分析五
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